
採購規範書 
購案名稱：電路板製程工程師初級能力鑑定命審題委託案   
 

項    目 說  明 

一、委託服務之目的、委託項目 

■有，詳 (一)~(二)       

□無  

(請敘明附件名稱及項次) 

二、服務之工作時程、提供方式 

■有，詳 (三)~(四)          

□無  

(請敘明附件名稱及項次) 

三、廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所

應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件 

□有，詳         

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

四、服務工作完成後所應達到之目標或成果 

□有，詳          

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

五、服務之提供涉及材料、設備或場所之供應者，其規格 

□有，詳             

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

六、不得轉包項目 

■有，詳__(七)        

□無  

(請敘明附件名稱及項次) 

七、廠商應提出之服務建議書及其應含之內容。如主要工作

項目之時程、數量、價格、計畫內容、圖說、章節次序

或頁數限制等。 

□有，詳             

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

八、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收

項目及標準(或驗收方式、合格條件) 

□廠商結案報告經本院認可 

□廠商結案報告經本院委員會

審查通過 

■其他(詳 (五)   )  

□無  

九、權利之歸屬 

□有，詳             

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

十、如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式。其項

目，如廠商於技術服務項目之經驗及信譽、建議書之完整

性、可行性及對服務事項之瞭解程度、工作計畫及預定進

度、計畫主持人及主要工作人員之經驗及能力、如期履約能

力、廠商之資源及其他支援能力、價格、其他必要事項。 

□有，詳             

■無  

(請敘明附件名稱及項次) 

十一、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項 

□依本院工安衛規定 

□其他，詳         

■ 無 

十二、本案須適用/準用政府採購法(請依委方契約書補充下列

說明) 

□ 適用，屬接受補助性質(政採法第四條) 

□ 適用，屬代辦採購(政採法第五條) 

■準用，依委託契約約定(請說明約定內容) 

□ 是(依政府採購法) 

■ 否(依本院採購辦法) 

日 期：115年09月08日 

部 門：產業學院 

評估者：   

 

核定者： 

(請購核定主管或其授權人員) 

 



                專案勞務採購規範書 

 

(一)目的： 

         本案委託專業領域團隊，依據委員會訂定之組卷原則，採套卷模組   

         方式進行命審題架構規劃、命題邀約、組卷審題，確保考題貼近產業 

         實務需求，並且具鑑別度。 

(二)委託項目：   

依委員會訂定「組卷架構原則(詳附錄)」完成下列項目： 

1. 命審題時程及團隊規劃： 

按驗收標準規劃命審題時程，且按考科專長規劃命審題團隊，每

考科命題至少包含3名專家，審題至少包含1場次會議，並提交

「命審題作業規劃」，格式見附件一。 

2. 邀約命題並彙整初審： 

依據制式命題表單進行命題邀約、回收，並完成彙整初審，並提

交考科一100題、考科二100題，共計200題「命題表單(含考題)」，

格式見附件二。 

3. 辦理前測活動： 

邀集至少3名在學或在職人員參與前測(以獲證者為優先，前測者

不得參與當年度考試)，並於前測後彙整作答情形調查問卷及記

錄答題心得，並提交「前測紀錄文件」，格式參見附件三。 

4. 辦理審查會議： 

辦理至少1場次會議，專家人數不拘，須含1/3業界出席，並提供

「審查會議記錄文件」，格式參見附件四。 

5. 題庫歸檔： 

依照命題表單各組代碼依序建置題庫目錄，並提交「題庫歸檔目

錄」，格式見附件五。 

6. 善盡保密責任： 

所有參與本案命題/審題/前測人員，均寫填寫保密切結書，並善

盡保管義務之責任，文件見附件六。 

(三)工作時程：自委辦日起至115年11月16日止 

(四)交付方式：提供驗收項目之電子檔 

  



 

(五)驗收標準： 

編號 日期 驗收項目 

1 
115 年 11 月 16

日 

1. 命審題時程及團隊規劃文件(見附件一) 

2. 考科一 100 題及考科二 100 題，共計 200 題

(見附件二) 

3. 前測記錄文件(見附件三) 

4. 審查會議記錄文件(見附件四) 

5. 題庫歸檔目錄(見附件五) 

6. 保密切結書(見附件六) 

 

(六)付款方式： 

於11/16前完成驗收文件，驗收合格並收到請款收據後，一定性支付

訂單總額。 

(七)重要注意事項： 

1. 承辦單位不得轉包所列之工作項目。 

2. 關於本案之執行，並未委託廠商蒐集、處理或利用個人資料；廠

商若有蒐集、處理或利用個人資料之行為者，其相關法律責任應

由廠商自行負責。 

3. 請開立發票，若無法開立發票，則須檢附機關團體銷售貨物或勞

務申報銷售額與營業稅繳款書(407表)請款。 

 

 

 

 

 

 

  



附錄 組卷架構原則 

一、 能力指標： 
初級 

考科 1.<學科>電路板產業概論 2.<學科>電路板製造概論 

能力指標 
 電路板產業的基本認識 

 電路板產品的基本應用 

 電路板材料的組成及功能的了解 

 電路板的基礎製程技術了解 

 製程中主要品質異常帶給下游組

裝的影響 

 

二、【正式考卷】各考科題型/配分： 

考科 公告題型及配分 題數 

1.電路板產業概論(75 分鐘) 選擇題（100%） 選擇題 50 題 

2.電路板製造概論(75 分鐘) 選擇題（100%） 選擇題 50 題 

 

三、【正式考卷】各考科試題難易度所佔比例： 

考科名稱 
考試比例 

難 中 易 

1.電路板產業概論 <20% 30-40% 50-60% 

2.電路板製造概論 <15% 30-40% 55-70% 

 

 

 

 

  



四、【正式考卷】各考科評鑑主題/內容說明： 

L1初級 

科目 評鑑主題 評鑑內容 題目比例 

L11電路板產
業概論 

L111電路板產業發展 

L11101電路板產業發展歷史 

25% 
L11102電路板在電子產品供應鏈的重
要性 

L11103電路板產業概況（涵蓋智慧製
造簡介） 

L112電路板產品結構與
終端產品功能需求
的連結性 

L11201電路板的分類 

50% 
L11202電路板在電子產品的功能角色 

L11203電路板與電子構裝及系統之相
關性 

L113電路板產業環保使
命 

L11301廢棄電子電機設備指令 WEEE 

25% L11302危害性物質限制指令 

L11303綠色工廠與循環經濟 

L12電路板製
造概論 

L121基本材料組成結構 
L12101電路板組成各成分和功能 

30% 
L12102產品趨勢對材料需求的變化 

L122電路板製造流程 

L12201電路板之製前工程 

40% 
L12202一般多層板的製造程序及作用 

L12203微切片試樣製備流程（含取
樣、鑲埋、研磨拋光等） 

L123電路板品質要求 

L12301電路板各製程之品質要求 

30% 

L12302電路板的可靠度要求 

L12303光學顯微鏡觀察與量測基礎 

L12304外觀結構、斷面及通孔觀察與
基礎分析（含鑽孔孔徑、孔壁缺點及孔
緣龜裂等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五、命題注意事項 

(一) 題目部分 

1. 若有題組式題目，如：題目中有「承上題」，即在題庫歸檔目錄中備註註明。 

2. 命題題目中不超過 2 題的類似題目，如：不可相同題幹或不同敘述方式。 

3. 各個試題彼此獨立，以避免彼此暗示答案線索。 

4. 題目敘述不可遺漏解題的必要條件。 

5. 題目敘述扼要，題意要明確，請避免不完整敘述，如：「iPAS 電路板的完整

英文名稱為？」應修正為：「下列何者為 iPAS 經濟部產業人才能力鑑定-電

路板製程工程師證書的完整英文名稱？」。 

6. 題目敘述之專有名詞若有英文簡稱，請一併附上完整之英文/中文名稱。 

 

(二) 選項部分 

1. 每一選擇題的答案選項數量最多為 4 個。 

2. 為降低疑義題量，請盡量避免使用「以上皆是」或「以上皆非」的答案。 

3. 正確答案的選項必須是正確或清楚的最佳答案且不具爭議性，錯誤答案的

選項必須合理。 

4. 以隨機方式排列正確答案出現的位置及次數，避免集中在某一選項。 

5. 正確答案選項，避免為字數最長或最短。 

 

(三)排版部分 

1. 字型：微軟正黑體。 

2. 大小：12。 

3. 固定行高：20。 

4. 問句的「與前段距離」為 0.3 字元。 

5. 選項的「與後段距離」為 0.3 字元。 

6. 逗號、分號、問號，使用「全形」。 

7. 選項(A)~(D)之括號，使用「半形」。 

8. 同一題的題目跟選項不能跳頁，必須在同一頁結束。 

9. 題目最後一頁，必須要放上《以下空白》字樣。 

  



 

附件一：命審題作業規劃 

命審題流程規劃及重要日程安排： 

預計 

完成日期 
O 月 O 日 O 月 O 日 O 月 O 日 O 月 O 日 O 月 O 日 O 月 O 日 

工作項目 

完成 

命審題作業 

規劃 

完成 

命題專家 

邀約 

完成 

命題表單回收並 

先行初審及組卷 

完成 

前測活動及 

先行微調試題 

完成 

審題會議及 

保密切結書 

完成 

題庫歸檔目

錄及全數驗

收文件 

 

一、 命題團隊規劃： 

(每考科至少 3 位專家，其中 1/3 需要有業界專家) 

  中級 考科 1.電路板產業概論 考科 2. 電路板製造概論 

產業專家 

（命題） 

 

姓氏： 

公司名稱：  

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱： 

姓氏： 

公司名稱： 

職稱： 

學界專家 

(命題) 

姓氏：  

學校名稱：  

職稱：  

姓氏：  

學校名稱：  

職稱：  

姓氏：  

學校名稱：  

職稱：  

姓氏： 

學校名稱： 

職稱：  

姓氏： 

學校名稱：  

職稱：  

姓氏： 

學校名稱： 

職稱：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

二、 審題團隊規劃： 

(每考科至少 3 位專家，須含 1/3 業界出席) 

  中級 考科 1.電路板產業概論 考科 2. 電路板製造概論 

產業專家 

（審題） 

 

姓氏： 

公司名稱：  

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱：  

姓氏： 

公司名稱： 

職稱： 

姓氏： 

公司名稱： 

職稱： 

學界專家 

(審題) 

姓氏：  

學校名稱：  

職稱： 

姓氏：  

學校名稱：  

職稱： 

姓氏：  

學校名稱：  

職稱：  

姓氏： 

學校名稱： 

職稱：  

姓氏： 

學校名稱：  

職稱：  

姓氏： 

學校名稱： 

職稱：  

 

  

 



 

附件二：命題表單  

(請另附新檔並自行增加表單) 

         115 年度電路板製程工程師初級能力鑑定 

命題專家：____________ 

*科目代碼：L21 *試題編號：L21-0001(請自編流水號) 

*評鑑主題代碼：L21X(請參照科目與評鑑主題

對照表) 

*評鑑內容代碼：L21XXX(請參照科目與評鑑

主題對照表) 

*題目內容： 

 

 (A)  ；(B)  ；(C)  ；(D)  。 

*正確解答： 

 

*題目難易度：□難  □中 □易  

*題型：□單選題 □複選題 

*知識層次：□知識 □理解 □應用□分析□綜合□評鑑 

*出處：書名                        章       節      頁碼       

□ 自編考題 

※填寫說明：(每科考試時間 75 分鐘，總分為 100 分) 

1.出題表單中每個欄位皆為必填。 

2.試題編號原則：科目代碼+流水號(4 碼)。例：試題編號：L12-0001，代表初級電路板製程工程師能力鑑定-第 1 題；L12-

0002 代表第 2 題…依此類推。 

3.同一科目代碼之出題老師，若命題 1 題以上，請自行複製出題表單，並儲存同一檔案（需正確填寫評鑑主題代碼） 

4.題目內容及正確解答填寫方式： 

（1）本文包含圖、表、符號、數學公式，請提供清楚可辨視之檔案。 

（2）選擇題：限定 4 個選項，請用大寫英文字母標示。例如：(A)(B)(C)(D) 

（3）申論題：每題預設為 25 分。可以題組方式出題，需註明題組中各小題之配分 

 

   工業技術研究院機密資料 禁止複製、轉載、外流 │  ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE   

 

  



 

附件三：前測紀錄文件 

 

一、前測人員名單：至少安排 3 位參與前測作業 

(以獲證者為優先，前測者不得參與當年度考試) 

 

前測日期/時間:OOO /OO/OO；OO:OO~OO:OO 

前測地點：OOO  

編號 姓氏 任職單位/就讀學校系所 職稱 

(範例) 王○明 欣興電子 品管工程師 

1    

2    

3    

 

二、作答情形調查問卷 

(一卷一單，由受測人員填寫)  

  

科目：OOOO 地點：OOOO 日期：OOOO 

試卷編號： 
姓名：  

受測時間 

考生序號： 60 分鐘 

受測人員 

基本資料 

□在學，學校/系所 

大學__年級/碩班_______年級 

□在職，公司/單位

_______________________________， 

  職稱_______________，年資_______， 

 最高學歷/系所_______________________________ 

Q1：我知道本次考試的評鑑主題/內容並且看過相關的書籍以及樣題？ 

□ 非常同意 

□ 同意 

□ 普通 

□ 不同意 

□ 非常不同意 

Q2：若以相關系所大三以上學生作答，我認為試題難度分布為？ 

    難____%，中____%，易___% 



Q3：我覺得試卷題意敘述方面很清楚明白 

□ 非常同意 

□ 同意 

□ 普通 

□ 不同意 

□ 非常不同意 

Q4：我認為就整體試題而言： 

   出自教科書或學校教學的理論知識約佔______% 

   藉工作或課程實作經驗取得之專業實務知識約佔_____% 

Q5：其他答題重要心得(前測結束後，將由施測人員協助作答題心得訪

談) 

 

  



 

附錄四：審題會議紀錄文件 
(每考科至少3位專家，其中1/3需要有業界專家) 

 

會議主題：電路板製程工程師初級能力鑑定審題會議 

地點： 時間： 

出席人員：(需含單位/職稱) 記錄者： 

 討論事項 

 結論 

 會議照片 

  



 

附件五：題庫歸檔目錄 

(請另附新檔並自行增加欄位) 

 

試題文

件檔名 

命題 

老師 

試題 

編號 

主題

代碼 

內容 

代碼 
答案 難易度 題型 層次 出處 

範例 

L21 
王小明 

L21-

0001 
L211 L21101 D 難 單選題 知識 自編考題 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

範例如下圖：  



 

附件六：保密切結書 

(請參與命審題委員填寫) 

保密切結書  

 

本人保證絕不以口頭、書面或以其它任何方式，供給或洩

露因參與 貴院「電路板製程工程師初級能力鑑定」命/審題作

業，所獲知之任何相關機密資料(如：試題內容、題型概念、答

案等)予第三人。若有違反，則無條件賠償 貴院因此所遭受之

損害，並負起因之產生的相關法律責任，絕無異議。 

 

      此 致 

  財團法人工業技術研究院 

 

 

 

 

 

 

                          立書人_______________（簽章）                     

身分證字號_________________  

 

 

 

 

       中 華 民 國          年        月        日 

 


